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

 W niniejszej pracy przedstawione zostały wyniki po      
            
     (RF PECVD). W celu wyznaczenia dokładniejszych war   
          
 dnieniem wpływu podło a (warstwa-podło   
  na podło u (warstwa-tlenek krzemu-podło  
        ia pokazały,   
          

 

          ) znalazły 
szerokie zastosowanie w licznych gał ziach przemysłu. Zwi      
 ytecznymi własno           na wpływ 
         
           
           
      
 ). W krzemowych ogniwach słonecznych SiN   
    i DLC (około 100 nm) mog  słu 
     -izolator-półprzewodnik MIS  
   ), metal-azotek-tlenek-półprzewodnik MNOS 
 
około 750 nm s   
             
doskonał                

            
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wiatłowodów i planarnych systemów optycznych. W obs    
warstw, ich wła  ci optyczne, jak i wła        
dla prawidłowego działania systemu.  
         wysokim współczynnikiem odbicia 
   
 
  współczynnika odbicia zmienia si    
              
           
          
 du na doskonałe wła   wiatłowody, 
           stratami przesyłowymi na 
    
w przypadku wła  
  oraz moduł Younga odgrywaj       w prawidłowym działaniu systemu 

      w wła   
           
   (RF PECVD). Warstwy charakteryzowane były przy u 
        lenia wpływu 


 

 Do procesów technologicznych przygotowane zostały podło    
    cm. Podło 
   
Na trzech z czterech podło y wytworzona została warstwa SiO   
      nych podło   
   
    
Politechnice Łódzkiej) tak, aby mo na było sterowa    
Pozwoliło to m.in. na obni enie potencjału autopolaryzacji w trakcie procesu p
               

podłó   
ich wła    ci od podło   
         
warstw. Pomiary zostały prowadzone za pomoc    
 
2 WindowsTM doł     pnie wszystkie próbki poddane zostały 
 
           
   
      mentowy wgł   
 rednio na podło  dniono wpływ podło 
na wyznaczone wła  ci cienkich warstw azotku krzemu. Wpływ nacisku wgł  
  przedstawiony jako półkula o promieniu        
niewielkiej gł  ci nanoindentacji podło e ma wpływ na wyniki pomiaru. Odkształcenia 
         ilorazu gł  ci wnikania wgł  





               
  ci (H) jaki i parametrów podło     e gł   
           nych gł  
      
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gdzie: A, B – współczynniki wyznaczane w trakcie ap 
           podło a, h – gł 
 
                
gł     
             
dokładniejszej warto               
jest wykonanie indentacji o gł          
          

    
 W przypadku, gdy na podło          
     wpływ zarówno podło        
            
warstw wykonanych na utlenionym podło    
  
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   
podło    tlenku krzemu, h – gł    
          – współczynnik wyznaczany w trakcie 


Rys. 1. Ilustracja wpływu podło 
  półkuli obrazuj 
wpływ nacisku wgł    
gł   


Rys. 2. Ilustracja wpływu podło   
      
      
       
tlenku krzemu, h– gł  

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 

          
wykazały,      
            
        


     
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
 



     
     
     
     

  


  


 


 


   poszczególnych warstw była wyznaczana dwiema metod
polegała na uwzgl dnieniu jedynie podło      
została zastosowana do okre   
podło u krzemowym (próbka nr 2). Własno ci pozostałych warstw zostały okre 
 dnieniem zarówno podło          
 
pomiary. Badania oraz obliczenia pokazały,  
    około 25 GPa (Tabela 1).  
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
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        
 gła – model 

       ci od gł   

podło     
  
 gła – 


            
  ci od gł   
    gła – model). Wyznaczona twardo     
około 32 GPa dla warstwy wykonanej w reaktorze z mo     enia potencjału 
             
  
 ki symulacji wynosiła około 11 GPa. Warto ci pozostałych współczynników 
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 

 Niniejsza praca polegała na charakteryzacji warstw    
           
   wiatłowodach. Badania chropowato ci wykazały,   
               
            
  nanoindentacji. Metody te polegały na wyznaczeniu   
   dnieniem wpływu podło    nie wpływu podło  
         
                 
   ci układu dwóch cienkich warstw mo liwe było 
dokładniejsze wyznaczenie twardo         
           
gł    ci badanej warstwy) byłoby niemo 



     
słonecznych”

  



 

 


 
  


              


              



